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以下資料由同泰電子科技(股)公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：同泰電子科技股份有限公司 (股票代號：3321)

	輔導推薦證券商
	宏遠證券股份有限公司

永豐金證券股份有限公司

國票綜合證券股份有限公司

凱基證券股份有限公司
台灣工銀證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	02-27008899分機8353汪峙宏

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購同泰電子科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	宏遠證券
(主辦)
	永豐金證券
(協辦)
	國票綜合證券
(協辦)
	凱基證券
(協辦)
	台灣工銀證券
(協辦)

	認購日期
	103.11.12及103.11.21

	認購股數（股）
	1,100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.38%
	0.13%
	0.13%
	0.13%
	0.13%

	認購價格
	每股新台幣40元

	認購價格之訂定依據及方式
	同泰電子科技股份有限公司(以下簡稱同泰電子或該公司)成立於民國79年11月，為一專業軟性印刷電路板(Flexible Printed Circuit；FPC)製造廠，主要營業項目為FPC之設計、研究、製造、加工及買賣業務，其產品主要應用於筆記型電腦、行動電話、數位相機、液晶顯示器模組、LCD TV及汽車後裝市場之車載應用系統等領域。股票價值的評估方法有很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法如本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)、股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在電子相關產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購同泰電子股票茲就市價法-本益比法進行評估。經參酌同泰電子上市(櫃)採樣同業毅嘉(上市公司，股票代號：2402)、旭軟(上櫃公司，股票代號：3390)、F-臻鼎(上市公司，股票代號：4958)、嘉聯益(上市公司，股票代號：6153)、台郡(上市公司，股票代號：6269)及上市電子零組件類股於臺灣證券交易所及財團法人證券櫃檯買賣中心網站之本益比資訊，以本益比法方式之評估說明如下：

單位：倍
項目

公司

103年8月

平均

103年9月

平均

103年10月

平均

平  均

毅嘉(2402)

17.80

14.23

13.07

15.03
旭軟(3390)

15.35

13.49

9.92

12.92

F-臻鼎(4958)

13.26

11.83

11.18

12.09

嘉聯益(6153)

21.03

18.95

15.91

18.63

台郡(6269)

11.01

9.99

8.35

9.78

臺灣證券交易所上市股票電子零組件類

20.65

19.08

18.20

19.31

資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站。

由上表得知，同泰電子之採樣同業、上市電子零組件類股於最近三個月之平均本益比約在9.78~19.31倍之間，若以同泰電子102年度稅後淨利282,127仟元及申請登錄興櫃股本80,000仟股作為計算基礎，設算每股盈餘為3.53元，再依上述本益比區間計算參考，價格區間將推估為34.52元~68.16元。

經考量同泰電子經營績效、產業狀況、未來發展潛力及國內股市表現，本券商與該公司共同議定認購價格為每股40元，應尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹：

同泰電子科技股份有限公司(以下稱本公司)設立於民國79年11月，民國88年8月19日吸收合併被投資公司僑盛工業股份有限公司，主要業務為軟式印刷電路板(單面、雙面及多層)之製造、加工及買賣，應用範圍遍及電子3C、車載、軍工控等產品，主要客戶遍及國內外著名業者。本公司93~98年間股票曾於櫃檯買賣中心登錄興櫃交易，惟97年適逢美國次級房屋信貸危機所衍生之金融風暴，導致訂單下滑及營運資金週轉不靈，並使本公司遭逢大幅虧損。本公司經營團隊考量產業之快速變化，除99年間辦理私募增資引進欣興電子股份有限公司及台灣表面黏著科技股份有限公司兩大主要股東外，為求在組織與財務調整暨產品與技術開發上有所突破，並避免風險承受度較低的小股東面對公司轉型可能帶來的短期虧損，甚或造成股價劇烈波動，而使經營團隊無法致力於組織及財務調整暨新產品及研發新技術上之開發與投資，於98年4月撤銷興櫃登錄及100年4月撤銷股票公開發行。過去三年，在本公司經營團隊積極努力及股東全力支持下，產品重拾客戶信賴，101年下半年正式轉虧為盈，102年起漸入佳境，營運已恢復成長軌道，為求公司永續發展、業務拓展、穩定員工、吸引人才等因素考量，於103年6月重新股票公開發行暨重啟上市櫃計劃。本公司目前董事長係由欣興電子董事長曾子章先生擔任，日常營運係由李遠智執行長及其轄下之全體同仁所負責。

目前本公司之主要產品應用領域如下：

A.液晶顯示器模組(LCD Module；LCM)相關應用領域

B.LED背光源模組相關應用領域

C.後裝市場之車載資訊系統相關應用領域

D.手機相機模組(Cell-phone Camera Module；CCM)相關應用領域

 E.筆記型及平板電腦相關應用領域
二、歷史沿革：
年度月份

重要記事

民國79年11月

公司成立，實收資本額30,000仟元。

民國92年11月

辦理股票公開發行。

民國93年 5月

正式登錄為興櫃公司。

民國94年 8月

台中廠建廠完成正式量產。

民國97年12月

通過SONY GP有害物質管理供應鏈認證。

民國97年12月

為整合大陸現有生產線，取得Boardtek International Global Corp.之100%股權，及其子公司先豐(江蘇)光電(99年5月更名為：同揚光電(江蘇)有限公司)。

民國98年 4月

為求在組織與財務調整暨產品與技術開發上有所突破，撤銷股票興櫃登錄。

民國99年 2月

通過IECQ QC080000：2005年版有害物質管理系統。

民國99年 4月

辦理私募現金增資2,785,000仟元，實收資本額增為3,973,000仟元。

民國99年 8月

通過ISO 9001:2008年版品質管理系統。

民國99年 8月

通過ISO 14001:2004年版環境管理系統。

民國99年 8月

通過ISO 18001:2007年版職業安全衛生管理系統。

民國100年 1月

通過ISO TS16949：2009年版品質管理系統。

民國100年 4月

為求在組織與財務調整暨產品與技術開發上有所突破，撤銷股票公開發行。

民國100年 5月

辦理減資彌補虧損3,655,160仟元，實收資本額減為317,840仟元。

民國100年 6月

辦理現金增資300,000仟元，實收資本額增為617,840仟元。

民國102年 1月

辦理現金增資132,160仟元，實收資本額增為750,000仟元。

民國102年 6月

由曾子章先生擔任董事長。

民國103年 6月

為求公司永續發展、業務拓展、穩定員工、吸引人才等因素考量，辦理股票公開發行。

民國103年 9月

吸收合併亞安實業股份有限公司(以下簡稱亞安公司)，合併後本公司為存續公司，亞安公司為消滅公司。

民國103年11月

辦理現金增資50,000仟元，實收資本額增為800,000仟元。

三、經營理念：

同泰電子以「提供新技術連結介面，活化數位產品的發展應用」為企業使命，並且秉持「技術領先、品質保證、顧客滿意、共創雙贏」的經營理念，以一流的技術、高品質的產品和滿意的服務，期許成為開創精緻科技生活的先驅。

四、未來展望：

(一)短期發展計畫

1.產品及業務開發計劃
本公司未來策略主軸重在高附加價值之利基市場，以機器人領域和車用電子領域為主。機器人領域主重在多功能運用之醫療領域，目前切入該領域的先驅者為日本MEKTRON及美商MFlex，國內尚無其他涉足該領域之同業。本公司結合日系客戶一同進行技術和業務上之合作，目前正朝向著重安全性功能之小型化自動化機器用途之軟板。在車用電子領域方面，除了未來會繼續延續在media system的軟板開發製造，在新應用領域方面則透過國內客戶介紹，進一步和歐系OEM車燈大廠合作，主為專供特殊車燈所使用之高耐熱材料軟板。

2. 生產製程計劃
(a)細線路製程：本公司已成功開發細線路製程，實現觸控面板產品窄邊框之設計(線寛50um/線距50um)，並持續進行其量產良率之提升。

(b)實板ACP製程：成功開發實板ACP製程，實現觸控面板軟板產品焊完零件後進行實板的印刷ACP技術，並持續進行其量產良率之提升。

(c)雷射微孔：成功開發微孔作業孔徑50um對於線路排板空間更加寬廣，未來產品高密度線路上的應用更可符合需求。

(d)BGA焊接製程：隨觸控面板運用激增，IC零件製程微型化軟板製程上需有所配合及提昇，將投入開發人力進行軟板製程優化以達製程能力需求。
(二)中長期發展計畫

本公司以交期彈性、快速服務為主要優勢，長期致力於生產製程之提升以符合客戶產品開發需求，具體而言，中長期計畫如下：

1.補強板貼合自動化製程：補強貼片加工需大批人工，產量不足耗時及貼合精準度不足等問題，將導入自動化生產方式以提昇產量及品質問題。

2.多層板製程：多層化FPC的量產能力，並增購多層板與HDI的生產設備，開拓多元而高階的產品領域，大幅提高生產技術能力。

3.直接作業製程：針對軟板量產化需準備底片或是網板模治具工具，將投入開發自動化設備，以軟體輸入由設備自行直接作業力節省模治工具的成本與時間上的縮短，並求品質穩定性及量化需求，增購曝光DI及網印成型、雷射外型等設備、改善生產製程、降低對人力需求及營運成本，以提升整體競爭力。

4.設備自動化生產：積極開拓製程設備的自動化，減少人為的碰觸提昇產品的良率，加速生產的效率，讓品質、效率及產品交期能穩定產出。

5.自動化製程：針對軟板生產多處需使用大量人力生產製程，將投入開發自動化設備以力求品質穩定性及量化需求，增購自動化沖型及測試設備、改善生產製程、降低對人力需求及營運成本，以提升整體競爭力。
6.軟硬結合板製程: 針對全球市場針對行動裝置產品逐漸重視，本公司規劃於2014年底起開始添購相關設備，並預計於2015年中後投入軟硬結合板製程，強化本公司在FPC的產品結構與競爭力。




	主要業務項目：

同泰電子主要從事多層及軟式印刷電路板之製造、加工及買賣。

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

同泰電子位居於產業鏈之中游，其產業鏈關係如下圖：
A. 上游

軟板的構造主要由軟性銅箔基板(Flexible Copper Clad Laminate, FCCL)以及保護膜(Cover Layer)所組成，FCCL主要材料為銅箔以及聚醯亞胺樹脂(Polyimide Resin, PI)；保護膜主要材料亦為聚醯亞胺樹脂(Polyimide Resin, PI)，其主要關係為：由銅箔和PI先製成FCCL，再由FCCL、保護膜、補強板、防靜電層等材料製成軟板。
B. 中游

軟板產業之中游主要將自上游廠進貨之軟性銅箔基板進一步加工為各種軟板產品，包括單面板、雙面板以及多層板等。其又依生產類別分為空板之製造以及進一步將空板加工為實板(SMT表面零件黏著製程)。空板主要依客戶需求之軟板產品規格，包括線距、絕緣性、耐熱性以及佈線形式，將符合品質規格之FCCL和保護膜等，依據現有設備規格及產能規畫生產排版圖樣，再進一步依據生產製程加工為空板。而SMT表面零件黏著製程，主要為進一步對空板依據終端應用廠之客戶需求，利用表面黏著製程將元件器黏貼在軟板上，使得軟板之電路訊號能相互串連。

C. 下游

待軟板經由表面黏著製程使可發揮其訊號相連之作用，其便會交與下游之系統組裝廠或品牌廠進行進一步之電子產品之組裝。目前主流軟板之需求多為智慧型手機、平板電腦、LED電視、LED背光源電腦等系統廠商。




	產品
名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	單層板
	[image: image3.emf]
	單層板主要將基本加工之傳導線路集中在單面基板，其技術層次較低，不需經另外壓合。主要用在於訊號量不大且單純連接功能的用途，如TN/STN LCD面板、硬碟機、光碟機、印表機等產品。
	309,152
	9.43

	雙層板
	[image: image4.emf]
	雙層板則採用雙面銅皮之基板，進行導通孔加工使兩面線路作連結，為當前最廣為運用之種類。目前主要運用在TFT-LCD面板、手機連接板、NB螢幕與主機之連接板等。
	2,905,443
	88.60

	多層板
	[image: image5.emf]
	多層板主要功用在於可立體佈線，隨著空間的曲折而使各部位零件做串連作用。製造方式大多以單層板與雙層板之組合作壓合製程，技術層次較高。主要運用在鏡頭模組、高階NB相關零組件與主機板之連接板。
	46,881
	1.43

	軟硬複合板及其他
	[image: image6.emf]
	軟硬結合板優點為減少使用連接器，同時節省PCB空間與連接器成本，並且縮短訊號傳遞的距離，有助於提升訊號傳遞的效率和可靠度，並簡化產品組裝和降低SMT的加工時間。主要應用在智慧型手機周邊功能裝置如相機模組、顯示器、記憶體模組、藍牙耳機等可採用軟硬結合板設計。
	18,016
	0.55

	合     計
	3,279,492
	100.00


(註)上開財務資訊係依據ROC GAAP編製之合併財務報表填列，並經會計師查核簽證。
	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  

單位：新台幣仟元                      

	年度

項目
	98年
	99年
	100年
	101年
	102年
	103年截至
10月份止
(自結數)(註2)

	營業收入
	1,057,793
	1,249,338
	1,815,684
	2,384,936
	3,279,492
	2,662,786

	營業毛利
	(1,312,241)
	59,189
	2,848
	416,862
	640,480
	629,909

	毛利率(%)
	(12.41)
	4.74 
	0.16 
	17.48
	19.53
	23.66 

	營業外收入
	73,515
	59,962
	90,644
	47,740
	46,100
	20,913

	營業外支出
	(626,193)
	(265,804)
	(107,346)
	(132,703)
	(45,112)
	(54,789)

	稅前損益
	(58,474)
	(389,569)
	(240,930)
	75,244
	282,474
	293,106

	稅後損益
	(857,140)
	(389,200)
	(252,490)
	75,799
	282,127
	290,082

	每股盈餘（元）
	(7.42)
	(1.14)
	(1.33)
	1.23
	3.84
	3.86

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	-
	-
	0.50
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


(註1)上開98~102年度財務資訊係依據ROC GAAP編製之合併財務報表填列，並均經會計師查核簽證。
(註2)103年截至10月份之損益資訊係由公司依IFRS準則編制之自結合併財務報表填列，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表

單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	98年
	99年
	100年
	101年
	102年

	流動資產
	671,851
	1,117,698
	1,258,447
	1,473,084
	1,904,622

	基金及長期投資
	7,665
	6,917
	6,772
	5,621
	0

	固定資產
	1,209,523
	906,758
	845,544
	747,735
	763,876

	無形資產
	73,774
	67,834
	63,877
	22,799
	25,253

	其他資產
	328,149
	123,613
	19,139
	130,715
	45,102

	資產總額
	2,290,962
	2,222,820
	2,193,779
	2,379,954
	2,738,853

	流動

負債
	分 配 前
	1,032,386
	863,562
	962,657
	1,135,337
	1,271,731

	
	分 配 後
	1,032,386
	863,562
	962,657
	1,135,337
	1,271,731

	長期負債
	1,128,763
	1,062,742
	862,441
	785,068
	587,599

	其他負債
	12,997
	19,067
	5,605
	4,747
	44

	負債

總額
	分 配 前
	2,174,146
	1,945,371
	1,830,703
	1,925,152
	1,859,374

	
	分 配 後
	2,174,146
	1,945,371
	1,830,703
	1,925,152
	1,859,374

	股本
	1,188,000
	3,973,000
	617,840
	640,228
	750,000

	資本公積
	16,375
	4,982
	34,982
	34,982
	395

	保留

盈餘
	分 配 前
	(1,077,132)
	(3,682,939)
	(280,269)
	(204,470)
	125,460

	
	分 配 後
	(1,077,132)
	(3,682,939)
	(280,269)
	(204,470)
	125,460

	金融商品未實現損益
	-
	-
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	(10,427)
	(17,594)
	(9,477)
	(15,938)
	3,624

	未認列為退休金成本之淨損失
	-
	-
	-
	-
	-

	股東權益總額
	分 配 前
	116,816
	277,449
	363,076
	454,802
	879,479

	
	分 配 後
	116,816
	277,449
	363,076
	454,802
	841,979


(註1)上開98~102年度財務資訊係依據ROC GAAP編製之合併財務報表填列，並均經會計師查核簽證。
	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	100年
	101年
	102年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	0.16 
	17.48
	19.53

	
	流動比率(%)
	131
	130
	150

	
	應收帳款天數(天)
	136
	143
	135

	
	存貨週轉天數(天)
	36
	33
	25

	
	負債比率(%)
	83
	81
	68


(註) 上開財務資訊係依據ROC GAAP編製之合併財務報表填列，並均經會計師查核簽證。


投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image8.png]



公司概況資料表





 

















上游





中游





下游





資訊產品





Polyamide樹脂





Polyester樹脂





銅箔





接著劑





銅箔基板





覆蓋膜





無膠系基板





油墨





鍍通孔化學品





蝕刻液





電鍍化學品





單面板





雙面板





多層板





硬板





通訊產品





視訊產品





消費性電子產品





顯示器
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